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Abstract (en)
During the bonding process, the tensile force of shrinkage is compensated by controlled movement of the gripper. An Independent claim is included
for the manipulator of a robot arm, used in the process.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fixieren eines miniaturisierten, zur Aufnahme eines optischen Elements vorgesehenen Bauteils (2) auf einer
Trägerplatte mittels Löten, Kleben oder Schweißen, wobei das Bauteil (2) von einem Greifer (1) eines Roboterarms gehalten und die Schrumpfung
beim Erstarren der Verbindungsnaht zwischen dem Bauteil (2) und der Trägerplatte durch eine gesteuerte bzw. geregelte vertikale Bewegung
des Greifers (1) kompensiert wird. Zur Regelung der Bewegung kann der Greifer (1) mit einem Positionssensor (5) oder einem Kraftsensor (4)
ausgestattet werden, oder die Bewegung wird automatisiert nach einem Algorithmus auf der Basis der Materialeigenschaften der Verbindungsnaht
gesteuert. <IMAGE>
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